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EDA-Forschung in
Deutschland

Zwischenbilanz nach zwei Jahren EkompaS$s

Wichtige deutsche Industriezweige wie die Automobil- und die Telekommuni-

kationsindustrie sind zunehmend von der Schlisseltechnologie Mikroelektronik

und damit auch von dem dazu nétigen Schaltungsentwurf abhangig. Zur Star-

kung der deutschen Kompetenzen in diesem Bereich wurde vom BMBF ein

Forderkomplex namens ,[EkompaSS“ eingerichtet, der nach zwei Jahren eine

positive Zwischenbilanz zieht: Die an applikationsspezifischen Entwurfsplatt-

formen und -methoden arbeitenden Unternehmen und Forschungseinrichtun-
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gen haben ermutigende Resultate der geforderten Projekte vorgelegt.

Von Dieter Treytnar, Ralf Popp und Dr. Jurgen Haase

ie Frage, ob Entwurfsautoma-
Dtisierung (Electronic Design
Automation; EDA) ein wichti-
ges Thema in Deutschland ist, werden
sicherlich viele mit ,Nein!* beantwor-
ten. Doch sie alle irren gewaltig, denn
EDA ist ein Schliisselgebiet fiir die
deutsche Wirtschaft, weil sie die
Grundlage fiir eine der wesentlichen
Basistechnologien unserer Volkswirt-
schaft darstellt. Wie ein rund 150 Mil-
lionen Euro groBfer Markt Einfluss auf
eine Volkswirtschaft haben kann, zeigt
Bild I
Von links nach rechts wird die Wir-
kungskette deutlich, nach der das deut-
sche Bruttoinlandprodukt zu etwa ei-
nem Viertel von der so genannten ,5er
Gruppe“ bestritten wird, welche von

den nachfolgenden Sparten abhangt.
So kann die ,5er Gruppe® nicht ohne
Elektronikgerdte auskommen; Elektro-
nikgerdte wiederum sind nicht ohne
Bauelemente und Bauelemente schliefs-
lich nicht ohne Mikroelektronik reali-
sierbar. Weil aber Mikroelektronik oh-
ne ihre Schliisselkomponente EDA
nicht denkbar ist, hat deren ,Sein oder
Nichtsein“ mittelbar entscheidende
Auswirkungen auf die Produktvielfalt
und deren Niitzlichkeit sowie auf die
deutsche Volkswirtschaft.

Diese Aspekte waren wesentliche
Themen auf dem vom edacentrum
e.V. veranstalteten zweiten EkompaSS-
Workshop am 29. und 30. April 2003
in Hannover [1]. Dort wurden die zen-
tralen Ergebnisse des vom BMBF ein-

Brutoinlandprodukt 1923,48 Mrd. Euro

Umsatz der 5er Gruppe* 473,45 Mrd. Euro

* Ser Gruppe
* Maschinenbau
* Elektrotechnik
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* Fahrzeugbau
* Feinmechanik
* Buro- & Datentechnik

| Elektronikgerate-Produktion 43,97 Mrd. Euro
-""!F;.... Bauelemente 13,3 Mrd. Euro
M- Mikroelektronik 7,15 Mrd. Euro

@ EDA 0,153 Mrd. Euro

Bild 1. Wirkungskette der Basistechnologie Mikroelektronik und ihrer Schliisselkompo-

nente EDA.
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gerichteten EDA-FOrderkomplexes
EkompaSS (Entwurfsplattformen kom-
plexer angewandter Systeme und Schal-
tungen) vorgestellt, wobei der Nutzen
fiir die deutsche Wirtschaft im Mittel-
punkt stand.

D Die Fahrzeugelektronik
als treibende Kraft

In einem eingeladenen Ubersichtsvor-
trag gab Dr. Willibert Schleuter, Leiter
der Entwicklung Elektrik/Elektronik
bei der Audi AG und weltweit aner-
kannter Experte auf diesem Gebiet, ei-
nen Ausblick auf die durch Mikroelek-
tronik ermdglichten Innovationen im
Automobil. Hierzu gehoren zahlreiche
der Sicherheit dienende Systeme
(Fahrerassistenzsysteme, ,intelligente®
Scheinwerfer, Sprachbedienung), Navi-
gationssysteme, Bedienkonzepte und
Multimedia-Anwendungen fur die In-
formation und Unterhaltung (Radio,
CD, DVD, Telefon, Internet) sowie
Systeme fiir zusdtzlichen Komfort.
Durch die dafiir erforderlichen Mikro-
elektronik-Komponenten, die schon
heute etwa 70 % des Wertes des ge-
samten Kraftfahrzeuges ausmachen,
enthdlt das Automobil der Zukunft ein
hochkomplexes Netzwerk. Ein Fahr-
zeug der Oberklasse enthadlt bereits
heute mehr als 40 Bus-Teilnehmer. So
entwickelt sich der Automobilherstel-
ler vom Kklassischen Maschinenbauun-
ternehmen iiber einen Elektronik-An-
wender zum [T-Unternehmen.

Durch diese Situation wird die Sys-
tementwicklung neben den Bedienkon-
zepten zur zentralen Kernkompetenz
der Automobilhersteller, worin die Be-
standteile Systemspezifikation, System-
architektur, Systemvernetzung, System-
integration und Systemtest enthalten
sind. Wichtig sind auch ziigig durch
den Standardisierungsprozess getriebe-
ne, firmeniibergreifend entwickelte
Standards. So arbeiten z.B. Audi, BMW
und Daimler-Chrysler gemeinsam an
der Verabschiedung eines neuen Bus-
Standards.

Heute gelten die genannten Anwen-
dungen noch als Sonderausstattungen
der Oberklasse, aber bereits morgen
werden sie zur Serienausstattung der
meistverkauften Modelle gehoren. Da-
mit hdngt die zukiinftige Weiterent-
wicklung der deutschen Automobilin-
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Bild 2. Die Ebenen der Gesellschaft, auf
die die Forderung wirkt (Zwiebelschalen-
modell von DLR/BMBF).

dustrie maBgeblich von einer fiihren-
den Position bei der Entwicklung von
Mikroelektronik-Losungen ab, fiir die
entsprechende Kompetenzen zur Ent-
wurfsfdahigkeit von Chips und der da-
zugehorigen Entwurfsautomatisierung
unabdingbare Voraussetzungen sind.
Bereits heute leisten die Ingenieure in
den EkompaSS-Projekten einen we-
sentlichen Beitrag dafiir, dass solche
Visionen Wirklichkeit werden kénnen.

D Forderung von EDA-Projekten

Wie wichtig die Forschung im Bereich
der EDA fiir den Industriestandort
Deutschland ist, stellte Ministerialdiri-
gent Dr. Wolf-Dieter Lukas vom BMBF
in seiner Grufrede auf dem EkompaSs-
Workshop heraus. Anhand einer Riick-
schau auf 25 Jahre Mikroelektronik-
Forderung in Deutschland verdeutlich-
te er die Katalysatorwirkung von EDA
flir die deutsche Mikroelektronikindus-
trie. Nach der Aufholjagd des technolo-

gischen Riickstandes in den 80ern gelte
es heute, die deutschen ,Stirken zu
starken®. Dabei kommt dem Anwen-
dungs-Know-how sehr grofe Bedeu-
tung zu — konkurrenzfihige Produkte
erfordern applikationsspezifische, inno-
vative Entwurfsmethoden. Die Unter-
stitzung der deutschen Mikroelektro-
nikindustrie kann nach Lukas nicht -
wie oft angenommen — nur bei neuen
Technologien ansetzen. Vielmehr muss
die Entwurfsfahigkeit der immer kom-
plexeren, immer schnelleren Systeme
mit immer kleiner werdenden Struktu-
ren sichergestellt werden, damit die
Chips der Zukunft nicht nur hergestellt,
sondern auch ent-

kénnen. Durch Biindelung der Kréfte
wird die notwendige kritische Masse
erreicht, um neue Schliisseltechnolo-
gien zu entwickeln und damit Innova-
tionen entscheidend voranzubringen.
Die intensive Zusammenarbeit aller Be-
teiligten ermdglicht eine breite Wir-
kung der Ergebnisse. Zusammen mit
der Fokussierung auf die deutschen
Kernkompetenzen fiihrt dies auch zu
einer nachhaltigen Wirkung mit ent-
sprechend positiver Auswirkung auf
den Arbeitsmarkt.

Der EkompaSS-Komplex umfasst
derzeit zehn Projekte, in denen 29 Pro-
jektpartner der deutschen Mikroelek-

worfen werden

et
i

konnen.

Die Forderung
des BMBF inner-
halb des Ekom-
paSS-Komplexes
wirkt sich, wie in
Bild 2 dargestellt,
auf verschiedenen
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zialisierte  For-
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Fachgebiet iiber betriebs- und volks-
wirtschaftliche Auswirkungen letztlich
auch dem Biirger zu Gute kommt.

steigen.

» Iwischenbilanz
des Ekompa$S-Komplexes

EkompaSS zeichnet sich durch zwei
zentrale Komponenten aus: durch ein
sorgfiltig konzi-
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piertes Portfolio an
Projekten zur Er-
schliefung neuer
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’ Nachhaltige
Wirkung.

EDA-Netzwerk, in
dem GroBindus-
trie, KMUs und
Forschungseinrich-
tungen eng zu-
sammenarbeiten.
Bild 3 zeigt, wie
die Ziele auf allen

10 Projekte zu
deutschen

Bild 3. Bestandteile von Ekompa$s. Die Grafik zeigt, wie es mog-
lich wird, die Ziele auf allen Ebenen des Zwiebelschalenmodells

zu erreichen.
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Ebenen des Zwie-
belschalenmodells
erreicht werden

Bild 4. Wachstumsmarkt Automobil-(Mikro-)Elektronik. Dessen
Anteil am Produktionswert des Fahrzeugs wird kontinuierlich

tronikindustrie sowie mehr als 20 For-
schungseinrichtungen eng zusammen-
arbeiten. Auf internationaler Ebene ar-
beiten die Projektkonsortien im Rah-
men von MEDEA+ mit einer Vielzahl
europdischer Firmen zusammen, um
eine Spitzenstellung auch im interna-
tionalen MalBstab zu erreichen.

Hinter diesen Projekten des Ekom-
paSS-Forderkomplexes stehen als An-
wendungsgebiete stark wachsende
Mirkte wie Automotive (Bild 4), aber
auch Telekommunikation oder sicher-
heitsrelevante Systeme wie Chipkar-
ten.

D Ubersichtliche Klassifizierung
der EDA-Bereiche

Die weitreichende Abdeckung der kom-
plexen EDA-Forschungsgebiete wird
anhand einer am edacentrum |2] erar-
beiteten Matrix-Darstellung deutlich.
Sie stellt zwei ,Dimensionen* des Ent-
wurfsprozesses dar: Auf der Ordinate
sind die verschiedenen Entwurfstatig-
keiten bzw. -schritte aufgetragen, wah-

Elektronik 25/2003

Forschungsaktivitaten EN@-\Y4{@.\»)

89



@\ V{@.\» B Forschungsaktivitaten

90

rend die Abszisse die verwendeten Ab-
straktionsebenen beim Schaltungs- und
Systementwurf darstellt. Mit dieser
Matrix kann man die Forschungsarbei-
ten im Bereich EDA fiir mikroelektro-
nische Produkte anschaulich klassifi-
zieren. Bild 5 zeigt die Matrix mit den
eingeordneten Kerngebieten der Ekom-
paSS-Projekte, welche in [3] bereits de-
tailliert vorgestellt wurden.

In den folgenden Abschnitten wer-
den die Resultate zu den Kernkompe-
tenzen zusammengefasst und deren

halten (z.B. durch Ziinden von Airbags
vor dem Aufprall oder Gurtstraffer). Im
Bereich der Unfallvermeidung durch
Fahrdynamikregelung konnte das Pro-
jekt VALSE (Hochautomatisierte, zerti-
fizierende und skalierende Validierung
von , System-on-Chip“-Entwiirfen) eine
neue Low-Cost-Plattform zur Betriebs-
fehler-Emulation durch spezielle FPGA-
Losungen entwickeln, die die Emula-
tionseffizienz um mehr als 75 % stei-
gert und die Fehleraktivierungszeiten
um den Faktor 4 reduziert. Die eben-

falls in VALSE er-
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tion um 15 % re-
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Bild 5. Kernaufgaben der EkompaS5-Projekte, angeordnet nach
Tatigkeiten und Abstraktionsebenen beim System- und Schal-

tungsentwurf.

Perspektiven fiir die industrielle Nut-
zung aufgezeigt.

D Sicherheit durch zuverlassige
Fahrzeugelektronik

Die Forderungen sind klar: Neben ei-
ner Steigerung der Infotainment-Ange-
bote im Kraftfahrzeug (Navigations-
system, DVD-Player, Sprachbedienung,
Sound-Systeme, DAB, TV, Satelliten-
Radio) erwartet der Kdufer/die Kdufe-
rin, dass verstdarkt sicherheitsgebende
Systeme Einzug halten werden. Die
Autoindustrie entwickelt in diesem
Sinne ,intelligente” Scheinwerfer, die
Kurven besser ausleuchten, den Ge-
genverkehr nicht blenden und an Kreu-
zungen weitwinklig strahlen.

Des weiteren werden neue Verfah-
ren erprobt, die die Auswirkungen von
Unfédllen reduzieren — z.B. Pre-Crash-
Systeme, die bei nicht mehr vermeid-
baren Unféllen Vorkehrungen treffen,
um den Schaden mdglichst gering zu
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frastruktur fiih-
ren dazu, dass
sich sicherheits-
kritische Anwen-
dungen mit erheblich weniger Auf-
wand realisieren lassen. Dadurch wird
die Ausfallwahrscheinlichkeit der reali-
sierten Produkte deutlich reduziert
und somit deren Sicherheit nicht nur
im Automobilbereich deutlich erhéht.
Durch die erfolgreiche Anwendung der
Methodik auf Bosch-Automotive-Appli-
kationen konnte die Firma ihre Ent-
wicklungszeiten deutlich verkiirzen,
erreichte ca. 50 % weniger Maschinen-
kosten und reduzierte demzufolge ihre
[Investitionskosten in diesem Bereich
um ca. 85 %. Projektpartner Melexis
erwartet aufgrund der geringeren Zahl
von Redesigns Einsparungen von jahr-
lich 1,2 Mio. Euro.

Ein anderes Thema ist der Wunsch
nach ,intelligenten® Assistenten — z.B.
nach Fahrzeugsicherheitssystemen,
Fahrerassistenzsystemen oder ,intelli-
genten® Kommunikations- und Naviga-
tionssystemen, die die Reaktionszeiten
deutlich reduzieren. Ein um eine halbe
Sekunde frither einsetzendes Aus-

weichmandver kann rund 60 % der
Auffahrunfille, 50 % der Kreuzungsun-
falle und 30 % der Frontalzusammen-
stofe vermeiden. Intelligente Assisten-
ten besitzen jedoch eine sehr hohe
Komplexitdt auf geringstem Raum und
sind dulerst schwierig zu entwickeln.
Im Projekt SPEAK (Spezifikationsba-
sierte HW/SW-Entwurfsmethodiken
fiir hochkomplexe Anwendungen der
Automobil- und Kommunikationstech-
nik, Bestandteil des europdischen
MEDEA+-Projekts SPEAC) wurden
neue Entwurfsmethoden fiir Fahreras-
sistenzsysteme entwickelt, mit denen
Spezifikation, Synthese und Integration
zukunftsorientierter, intelligenter Sys-
teme, die aus vielen kommunizieren-
den, hochkomplexen Komponenten
bestehen, signifikant beschleunigt und
verbilligt werden. Die Beriicksichti-
gung der Architekturspezifikation be-
reits zu Beginn des Entwurfsablaufs
fiihrt zu einer Halbierung der Ent-
wurfszeit und einer Steigerung der Pro-
duktivitdt um den Faktor 2 bis 3.

Durch den Einsatz der in LEO-
NIDAS (Leitbahnorientiertes Design
applikationsspezifischer Schaltungen|
entwickelten Verfahren zur Entwick-
lung einer leitbahnzentrierten Layout-
synthese und des einzigartigen, {iber-
greifenden Konzepts zum Constraint-
management Kann die Zuverldssigkeit
und Sicherheit der damit entworfenen
Schaltungen gegen Fehler und Ausfille
signifikant verbessert werden. So wird
ein ESP-Modul (Elektronisches Stabi-
litdtsprogramm) im Auto weniger Fehl-
funktionen aufweisen und dadurch die
Sicherheit beim Fahrverhalten deutlich
verbessern (5ild 0).

Die in Leonidas erarbeiteten Losun-
gen lassen sich bei allen Problemen aus
dem Bereich Mixed-Signal/Analogent-
wurf anwenden und werden schon
jetzt in anderen EkompaSS-Projekten
verwendet.

P Qualitatsgewinn
durch IP-Wiederverwendung

(Genauso wie im Automobilbau das
Endprodukt aus gepriiften Bauteilen
und nach einem angepassten, optimier-
ten technologischen Ablauf entsteht,
bilden im SoC-Entwurf (System-on-
Chips sind heutzutage in nahezu je-
dem elektronischen Produkt zu finden)

www.elektroniknet.de
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qualifizierte Komponenten und Flows
die Grundlagen fiir eine erfolgreiche
Produktion. Wieso aber neu ent-
wickeln, wenn kostengiinstig und
schnell auf bestehende, wiederver-
wendbare Komponenten (IP: Intellec-
tual Property| zurtckgegriffen werden
kann? Die im Projekt IPQ (IP-Qualifi-
kation fiir effizientes Systemdesign, be-
teiligt am europdischen MEDEA+-Pro-
jekt ToollP) entwickelten Methoden
und Tools ermoglichen es, entschei-
dende Verbesserungen fiir die Qua-
litatssicherung bei der Anwendung und
Entwicklung von [P-Modulen zu erzie-
len. Der Projektpartner AMD erreichte
in diesem Sinne eine Produktivitdts-
steigerung im Tape-out-Prozess durch

Welt, in der wir leben, ist analog -
nicht digital! Obwohl die analogen Sys-
temteile von SoCs derzeit lediglich
etwa 20 % der Chipflaiche ausmachen,
bilden sie den Flaschenhals beim SoC-
Entwurf. Dies ist darin begriindet, dass
etwa 80 % der Entwurfszeit flir gerade
diese kleinen Bereiche auf dem Chip
aufgewendet werden muss. Verbunden
mit der Erwartung, nach der im Jahre
2010 mehr als 70 % aller SoC-Designs
analoge Teile besitzen werden, wird
der Entwicklungsbedarf in diesem Be-
reich offensichtlich. Im Projekt ANAS-
TASIA+ (Sprachbasierter Entwurf und
Reuse fiir Anwendungen im Mixed-Sig-
nal-Bereich, einem Teil des gleichna-
migen europdischen MEDEA+-Pro-

Bild 6. Der Elchtest ohne oder mit fehlerhaftem ESP.

Nutzung von IPQ-Ergebnissen und
setzt diese in Zukunft im Entwick-
lungsprozess in Dresden ein. Bei Infi-
neon wurden im Bereich der Schalt-
kreis-Infrastruktur (On-Chip-Bus] Kon-
zepte entwickelt und auch patentiert,
die eine Schliisseltechnologie darstel-
len, um ICs mit hoher Performance zu
entwerfen und moglichst schnell auf
den Markt zu bringen. Die Firma sci-
worx erzielte durch Wiederverwen-
dung von IPs 80 % weniger Aufwand
flir Auslieferung, Qualifizierung und
Support — alles Produktivitdtssteigerun-
gen, die dem Endverbraucher in Qua-
litdt und Preis zugute kommen.
Nahezu alle Systeme des Kraftfahr-
zeug- und Telekommunikationsberei-
ches besitzen analoge Anteile, denn die

Elektronik 25/2003

jekts) wurde ein Verfahren zur Wie-
derverwendung (Reuse) von analogen
[P-Modulen entwickelt sowie Realisie-
rungen eines teilautomatisierten, Top-
down-Analog/Mixed-Signal-Entwurf
geschaffen und in Designflows der be-
teiligten Systemhduser integriert.
Durch die daraus resultierende, massiv
verkiirzte Entwurfszeit wird eine Time-
to-Market realisierbar, die die Absatz-
chancen der entworfenen Produkte
deutlich verbessert. Verbunden mit
den in ANASTASIA+ neu entwickelten
Methoden beim Design for Manufactu-
rability (DfM) ergibt sich zusétzlich ei-
ne erhthte Designsicherheit, verbun-
den mit weniger Redesigns, héherer
Ausbeute und einer erhdhten System-
sicherheit.

Zwei der im Projekt — bzw. in sei-
nen Vorgangerprojekten — entstande-
nen Tools sind international ohne Kon-
kurrenz. Hierzu gehdren Analog In-
sydes, flir Schaltungsentwickler das
einzige systematische Tool zur symbo-
[ischen Fehleranalyse, und CAMBIO,
das zusammen mit Layoutsynthese-
tools den Durchbruch zum Layout-Reu-
se ermdglicht. Als Spin-off aus ANAS-
TASIA+ und seinen Vorgangerprojekten
ging die Firma MunEDA mit neuen Ar-
beitspldtzen hervor. Sie ist jetzt schon
weltweit flihrend auf dem Sektor der
.Entwurfsoptimierung unter Beriick-
sichtigung von Prozessschwankungen®.
Durch das aus EDA-Forderprojekten
entstandene und von MunEDA kom-
merzialisierte Programm zur Aus-
beuteanalyse und Entwurfszen-
trierung WiCkeD konnte das De-
sign for Manufacturability (DfM)
verbessert und somit eine Aus-
beutesteigerung von 73 % auf
92 % erzielt werden.

P Gesundheit geht vor

Handy und Flugzeug haben mit-
einander gemeinsam, dass sie
beide bzw. gegenseitig durch
elektromagnetische Vertrdglich-
keit (EMV] und elektrostatische
Entladung (ESD) beeinflusst wer-
den. Wdhrend akustische Stérun-
gen beim Handy meist noch hin-
genommen werden, sieht man
dies schon anders, sobald man
seinen Platz im Flugzeug einge-
nommen hat und der Sitznachbar
aufgrund seines Handytelefonates eine
Storung des elektronischen Bordnetzes
verursacht. Aufgrund der weiter fort-
schreitenden Miniaturisierung und der
hochkompakten Aufbau- und Verbin-
dungstechnologien (AVT) kommt es zu
einer Erh6hung der Betriebsfrequen-
zen bei Mikroprozessoren auf ca.
10 GHz. Dies hat eine erhebliche Stei-
gerung unerwiinschter HF/EMV-Effek-
te zur Folge, welche in den nédchsten
sechs Jahren die wesentlichen limitie-
renden Faktoren hinsichtlich der inte-
grierten Anwendung von IC und Pa-
ckaging (HDP/HDI) sein werden.
Ohne den Einsatz integrierter Werk-
zeuglosungen fiir die Modellierung und
Simulation von unerwiinschten Feld-
kopplungen auf allen Systemebenen

www.elektroniknet.de



Im Rahmen des 2.
EkompaSS-Workshops
uberreichte der Vor-
standsvorsitzende des
edacentrum e.V., Prof.
Dr.-Ing. Erich Barke,
Herrn Prof. Dr.-Ing. Kurt
Antreich die EDA-Me-
daille 2003. Herr Prof.
Antreich erhielt diese
Auszeichnung fur sein
Lebenswerk in For-
schung und Lehre auf
dem Gebiet Electronic
Design Automation
(EDA). Gewdurdigt wer-
den seine herausragen-
den Leistungen, mit denen er zur
Entwicklung von EDA in Deutsch-
land wahrend seiner langjahrigen

Tatigkeit fr die Firma AEG-Telefun-

Auszeichnung fiir sein Lebenswerk

Der Vorstand des edacentrum e.V. iiberreicht die EDA-Medaillie
2003 (v.L.n.r.: Dr.-Ing. Jirgen Haase, Prof. Dr.-ing. Wolfgang Rosen-
stiel, Prof. Dr.-Ing. Kurt Antreich, Prof. Dr.-Ing. Erich Barke),

ken und an der Technischen Univer-
sitat Manchen beitrug.

Zahlreiche wegweisende Beitrage
auf vielen Teilgebieten sind mit sei-

nem Namen verknupft.
Vor allem in den Berei-
chen Schaltungsoptimie-
rung, Platzierung, Test-
mustererzeugung und Lo-
giksynthese hat er Meilen-
steine gesetzt und unzah-
lige Impulse gegeben. In
seinen Arbeiten ist es ihm
beispielhaft gelungen, ei-
nen hohen theoretischen
Anspruch mit grolBer Pra-
xisnahe zu vereinen. Er hat
es daruber hinaus verstan-
den, die komplexe Thema-
tik auch in der Lehre zu
etablieren und zahlreiche
Studierende zu einer Tatigkeit im
Bereich EDA anzuregen. Mehr als

50 Doktoranden legen davon Zeug-
nis ab.

wird daher in Zukunft eine kosten- und
termingerechte Entwicklung zuverlas-
siger mikroelektronischer Produkte (IC,
Komponente, Modul, System) nicht
mehr mdoglich sein. Um hier Abhilfe
schaffen zu kénnen, miissen die bisher
getrennt betrachteten Gebiete ,EMV-
gerechter Systementwurf“ und ,Ent-
wurf komplexer HF-Systeme“ zu einer
durchgédngigen Entwurfsmethodik zu-
sammenwachsen. Priméres Ziel des eu-
ropdischen MEDEA+-Projekts MESDIE
(Microelectronic EMC System Design
for High Density Interconnect and High
Frequency Environment) ist es, einen
effizienten Entwurf hochintegrierter
mikroelektronischer Systeme und AVT-
Elemente unter HF- und EMV-Aspek-
ten zu ermoglichen.

Zur Vermeidung elektrostatischer
Aufladung von aullen kénnen ESD-
Schutzstrukturen eingesetzt werden.
Zur Charakterisierung und Simulation
von diesen Strukturen wurden im Pro-
jekt ASDESE (Applikationspezifisches
Design fiir ESD und Substrateffekte,
Teil des gleichnamigen europédischen
MEDEA+-Projekts) Werkzeuge zur
Substratsimulation entwickelt, welche
die Entwicklungszeit deutlich verkiir-
zen (weniger Redesigns) und eine hihe-
re Funktionssicherheit z.B. fiir sicher-
heitskritische Anwendungen im Flug-
zeug oder Auto gewdhrleisten. So wird
durch das Verfahren die , Time-to-mar-

www.elektroniknet.de

ket um 6 bis 12 Wochen reduziert,
was flir den wirtschaftlichen Erfolg ei-
nes 1C-Produktes von essentieller Be-
deutung ist. Fiir den Blirger bedeutet
die Reduzierung von ESD- und EMV-
Problemen nicht nur eine Verbesse-
rung der Sicherheit (dazu zdhlt auch
die Sicherheit im elektronischen Zah-
lungsverkehr), sondern auch die Redu-
zierung der Kosten elektronischer Geréd-
te durch eine héhere Zuverldssigkeit
und ldngere Lebensdauer aufgrund ver-
besserter Moglichkeiten des Schal-
tungsdesigns. Im Wesentlichen jedoch
kann die Erhaltung der Gesundheit
und der persdnlichen Unversehrtheit
eines Jeden selbst durch ESD-Vermei-
dung und EMV-gepriifte Produkte deut-
lich verbessert werden.

D Mobilitat und das
Komplexitatsproblem

Das beginnende Jahrhundert wird die
Ara der Mobilitit fortfiihren, die eine
hohe wirtschaftliche Bedeutung in der
Informationsgesellschaft besitzt. Die
neuen Mobilfunkgenerationen (3G,
4G), bei denen Flexibilitdt und Rekon-
figurierbarkeit von entscheidender Be-
deutung sein werden, erfordern neue
und effiziente Techniken fiir Spezifika-
tion, Entwurf und Verifikation. Hinzu
kommt ein iber 50-prozentiger Kom-
plexititszuwachs, dem ein 20-prozenti-

ger Produktivitdtszuwachs pro Jahr ge-
geniibersteht. Der im Projekt IPZ (In-
tellectual-Property-Prinzipien fiir konfi-
gurierbare Basisband-SoCs in Internet-
Protokoll-basierten Mobilfunknetzen)
entwickelte automatisierte Entwurf
kostengiinstiger Hardware (flexibler
SoCs) ermoglicht so den wirtschaftli-
chen Ausbau zukiinftiger Mobilfunkge-
nerationen (UMTS, Hiperlan) und wird
dadurch die Nutzungsmdglichkeiten
von mobilen Endgerdten vervielfachen.
Die hohen Datenraten dieser funkba-
sierten Ubertragungssysteme erfordern
ebenfalls neue HF-Entwurfsverfahren.
Als besonders kritisch erweist sich der
Bereich zum Entwurf eines eingebette-
ten HF-Front-Ends innerhalb des Ge-
samtsystems. Bei der Firma Melexis,
Partner im Projekt HG-DAT (Applika-
tionsoptimierte Entwurfstechnologie
fir groBtintegrierte Hochgeschwindig-
keits-Dateniibertragungssysteme), bil-
den die erzielten Projektergebnisse die
Grundlage zukiinftiger Produktent-
wicklungen. So fiihren die entwickel-
ten Verfahren — u.a. ein geschlossener
Wireless-Designflow fiir Transceiver-
Systeme, eine neue HF-IP-Entwurfsme-
thodik fiir prozessportierbare HF-Schal-
tungen sowie neue Modellierungskon-
zepte fiir HF-Schaltungen — dazu, dass
EDA-Werkzeuge dulerst flexibel auf
die Bediirfnisse der Systemhduser zu-
geschnitten werden konnen.
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Von den entwickelten Werkzeugen
profitieren auch andere technische und
medizinische Fachgebiete, da die ver-
kiirzte Entwicklungszeit bei gleichzei-
tig besseren Eigenschaften und hoherer
Designsicherheit den technischen Fort-
schritt unterstiitzt. Bequemlichkeiten
wie bezahlbare mobile multimedia-
fahige Endgerite fiir die Mobilkommu-
nikation (z.B. Internetzugang von un-
terwegs, Bild/Filmiibertragung, Fern-
abfrage von Zahlern, Keyless Entry), so-
wie neue Behandlungsmethoden fiir
die hochfrequente und mobile Medi-
zintechnik werden so ermdéglicht. Bei
all diesen Entwicklungen muss jedoch
immer beriicksichtigt werden, dass fiir
den Erfolg eines Produktes am Markt
die Akzeptanz durch den Biirger ent-
scheidend ist. Erfiillt ein Produkt nur
an einer winzigen Stelle nicht die vom
Kunden erwartete Eigenschaft, so kann
dies verheerende Folgen fiir die
Absatzzahlen bedeuten. Aus diesem
Grund ist es erforderlich, Testverfah-
ren zu entwickeln, die schon in der

Entwurfsphase von applikationsspezifi-
schen ICs eine hohere Sicherheit und
Effizienz gewdhrleisten. Auf der von
Infineon, Partner im Projekt AZTEKE
(Applikationsspezifische Testmethodik
fiir hochkomplexe Systeme der Kom-
munikations- und Kraftfahrzeugtech-
nik), verwendeten neuen Wafergrole
von 300-mm-Durchmesser kiénnen
zweieinhalb Mal so viele Chips wie auf
einem 200-mm-Wafer aufgebracht wer-
den, was eine Kosteneinsparung von
30 Prozent bringt. Die Herausforde-
rung auf dem Gebiet des Testens dieser
Chips besteht darin, den gesamten Pri-
fungsaufwand fiir 300-mm-Wafer bei
gleicher Anzahl von Scheiben mit nicht
mehr Aufwand an Testequipment und
Zeit wie bei 200-mm-Scheiben abzu-
wickeln. Die Durchgéngigkeit des Ent-
wurfsflusses verbessert sich durch die
im Projekt erreichten Verfahren erheb-
lich und flihrt zu einer Steigerung der
Produktivitdt in der IC-Entwicklung.
Die Firma Atmel erwartet, abhdngig
vom Schaltungstyp, eine Zeitersparnis

Dipl.-Ing. Ralf Popp

studierte an der Universitit
Hannover Elektrotechnik Fach-
richtung Mess- und Regelungs-
technik. Von 1997 bis 2002 war
er wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut fir Mikroelek-
tronische Systeme bei Professor
Dr.-Ing. Erich Barke. Dort be-
fasste er sich unter anderem
mit Entwurfsverfahren fir ana-
loge und gemischt analog/digi-
tale Schaltungen. Seine Disser-
tation zum Thema , Automa-
tisierte symbolische Analyse
nichtlinearer analoger Schaltun-
gen“ ist derzeit in Arbeit. Seit
April 2002 ist er im edacentrum
verantwortlich fir die Offent-
lichkeitsarbeit.
P E-Mail: popp@edacentrum.de

Dipl.-Ing. Dieter Treytnar

studierte an der Universitat
Hannover Elektrotechnik Fach-
richtung Mikroelektronik. Von
1996 bis 2002 war er wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am
Institut firr Theoretische Elek-
trotechnik in Hannover. Schwer-
punkt seiner Arbeit war die
Untersuchung der Signalaus-
breitung auf Leitungen sowie
der Entwicklung und dem Test
von Systems-on-a-Chip tatig.
Seine Promotion zum Thema
»Einfluss parasitarer Effekte
von Leitungssystemen im Nano-
meter-Bereich auf die Qualitat
von digitalen Testmustern® liegt
demnichst vor. Seit Februar
2002 ist er im edacentrum
Mitarbeiter fir Offentlichkeits-
arbeit.
b E-Mail:
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Dr.-ln;. jﬁr;ven Haase

hat in Stuttgart Elektrotechnik
studiert und 1989 dber ein
Thema der digitalen Signalver-
arbeitung promoviert. Danach
hat er bei der Philips Kommuni-
kations Industrie AG in der Ent-
wicklung fiir Anwendungen der
digitalen Videokommunikation
und in der ASIC-Entwicklung
gearbeitet. AnschlieBend war er
in mehreren Positionen fir die
frihere Sican GmbH und jetzige
Infineon-Tochter sci-worx
GmbH tatig, zuletzt war er als
Abteilungsleiter verantwortlich
fur Digitales ASIC-Design und
DesignObjects (IP-Module).
Seit Januar 2002 ist er Office
Director des edacentrum in
Hannover.
} E-Mail: haase@edacentrum.de

im Testentwicklungsprozess von bis
zu 30 %.

D Bedeutung fiir die
Volkswirtschaft

Die technischen Ergebnisse der Projek-
te haben die deutsche Industrie an ent-
scheidenden Stellen weit nach vorne
gebracht, mehr als 200 internationale
Verdffentlichungen und 16 Patente do-
kumentieren die fiihrenden Positionen.
Viele Ergebnisse sind zur Standardisie-
rung eingereicht bzw. sind Kernpunkte
bei Aktivitdten der Standardisierung.
Das edacentrum unterstiitzt durch ein
Standardisierungsnetzwerk [4] intensiv
die Bemiihungen in den Organisatio-
nen SystemC, VSIA und OpenAccess.

Die Férderung der Spitzenforschung
in Deutschland im Bereich EDA durch
das EkompaSS-Programm wird auch in
Zukunft einen entscheidenden Betrag
zur Erhaltung des Produktionsstandor-
tes Deutschland darstellen, da durch
die Bereitstellung von ,Risikokapital*
Innovation geftrdert wird und so eine
Differenzierung gegeniiber dem Wett-
bewerb erreicht werden kann. Das
Ergebnis ist in Form von Gewinn
(= Steuern) und Produktion (= Arbeits-
platzen) messbar. Die internationale
Stellung von Forschung und Industrie
und deren Wettbewerbsfdhigkeit wird
durch die EkompaSS-Projekte gestei-
gert, so dass diese auf dem Weltmarkt
gegen die Konkurrenz besser bestehen.
Die Verbesserungen der Entwurfsver-
fahren fithren aufgrund der erzielten
Kostenreduzierung zu Vorteilen bei der
Auftragsvergabe und somit zu einer Si-
cherung und dem Ausbau von Markit-
anteilen,

Aufgrund der Erfolge der EkompaSs-
Projekte konnten nicht nur bestehende
Arbeitspldtze gesichert werden, son-
dern es werden nach Abschluss einiger
Projekte 10 bis 20 % mehr Personen in
diesem Arbeitsgebiet tdtig sein als vor
Beginn der Vorhaben. go
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